Von immer groferer Bedeutung
sind die Umstellung auf bleifreie
Lote, der geringe Energiebedarf
und die Komplexitit der Bau-
gruppen geworden. Warmeiiber-
tragung gibt es mit unterschiedli-
chen Technologien. Dabei kon-
zentriert man sich auf die Opti-
mierung des Herstellungsprozes-
ses und die Qualitdt. Welches die
richtige Reflow-Technologie ist,
muss vorher von den Prozessver-
antwortlichen gepriift werden.
Das Dampfphasenléten, auch
Kondensationsléten oder Vapour
Phase Reflow genannt, ist das
wohl schonendste, energiespa-
rendste und zuverldssigste Lot-
verfahren. Das physikalische
Prinzip der Dampfphase schlief3t
eine Uberhitzung zuverlissig aus,

Ein Profilvergleich
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Dampfphasenldten oder Konvektionsléten?

lich, weil der Sauerstoff verdréangt
wird und sich ein Mediumfilter
um die Baugruppen legt. Dieses
Verfahren vermeidet Oxidationen
wihrend des Lotprozesses und
verbessert die Benetzungseigen-
schaften der Lotpaste. Kostenin-
tensive Schutzgase sind daher
nicht notwendig. Die gesamte
Baugruppe wird gut durchwérmt,
damit das Lot auch an unzugéng-
lichen Stellen aufschmilzt, ohne
jedoch die Bauteile durch extrem
hohe Peak-Temperatur zu iiber-
hitzen und somit Delaminationen
der Leiterplatten sowie Beschédi-
gungen der Bauteile zu vermei-
den.

Das Dampfphasenl&ten ist ein
hervorragendes Werkzeug fiir
einfaches und zuverléssiges Re-

l

da die Prozesstemperatur auf die
Dampftemperatur des Dampf-
phasenmediums begrenzt ist. Es
ist fiir jede Art von SMD-Kompo-
nenten und Trégermaterialien ge-
eignet, modernste Bauformen wie
pBGA, QFN-Gehduse etc. sind
ohne Uberhitzung problemlos 16t-
bar. Auch kritische Bauteilober-
flichen oder schwer zu erwér-
mende Baugruppen, wie mehrla-
gige Leiterplatten, doppelseitig
inhomogen bestiickt, lassen sich
problemlos 16ten. Aufwendiges
Ermitteln eines produktspezifi-
schen Lotprofiles, welches eine
Vielzahl von Versuchsbaugrup-
pen notwendig macht, die nicht
fiir den Markt verwendbar sind,
ist nicht notwendig und spart so-
mit bares Geld. Viele unterschied-
liche Produkte mit unterschiedli-
chen Materialien (FR4, Polyimid,
CIC etc.) kénnen mit ein und der-
selben  Lottemperatur  (z.B.
230°C) am selben Tag geldtet
werden, und das ab dem ersten
Stiick. Oxidationen im Dampf-
phasenlétprozess sind nicht mog-
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flow-Loten, ohne Lottemperatur-
unterscheidung bei bleihaltigem
oder bleifreiem Lotzinn. Die
Hauptvorteile einer modernen
Dampfphasenlétanlage sind die
niedrigen Lottemperaturen, frei
vorwéhlbare Temperaturgradien-
ten und Lotprofile, automatisches
Erkennen der Lotzeit und eine ho-
mogene inerte Prozessatmosphi-
re. Zudem spart Dampfphasenl-
ten Energie, weil die Dampfphase
bei geringer Beladung oder in
Pausen einen deutlich reduzierten
Energieverbrauch hat. Durch die
gleichméBige  Durchwidrmung
werden Fehler selbst bei grofien
und dickeren Boards vermieden.
Die Taktzeiten bei der Dampfpha-
se sind grofer als beim Konvekti-
onsléten, daher bedingt fiir Serien

Grofle Serien mit der Forde-
rung nach kurzen Taktzeiten, aber
auch verschiedene Bauteile, die
keine Feuchtigkeit vertragen wie
z.B. Mikrophone, Kartenlots oder
GPS-Empfénger, werden mit her-
kémmlichen Reflow-Lotanlagen
gelotet.

Konvektionslten oder Wie-
deraufschmelzloten ist in der
Elektrotechnik ein Weichlotver-
fahren zum L6ten von SMD-Bau-
teilen. Die Warmeiibertragung er-
folgt durch Konvektion. Beim
Konvektionsloten ist die Prozes-
seinstellung bei  Produktstart

deutlich aufwindiger als bei der
Dampfphase. Bei Wiederholferti-
gungen ist dies jedoch nicht mehr

relevant. Konvektionsldten ist
deshalb fiir grofere Linien mit ho-
hem Durchsatz und fixierten Lot-
profilen geeignet. Konvektions-
l6tanlagen iiberzeugen durch ihre
thermische Performance, ihr gu-
tes Querprofil und eine optimale
Zonentrennung.

Durch die kontrolliert einstell-
baren Zonen kann die Temperatur
auf einen im Lotprogramm ein-
stellbaren Sollwert aktiv geregelt
werden. Die hohe Kiihlleistung
nach dem Loéten erlaubt es, die
Baugruppen auf Temperaturen
von kleiner 40 °C abzukiihlen.
Dadurch entfallen Investitionen
fiir zusétzliche, externe Kiihlein-
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richtungen.

Ein Temperaturniveau der
Baugruppen auf Raumtemperatur
ist fir nachfolgende Prozess-
schritte sehr wichtig. In nachge-
schalteten Prozessen wie AOI
oder Funktionspriifung sinkt die
Pseudofehlerrate.

Vorteil beim Konvektionsls-
ten ist die Gewihrleistung eines
wirtschaftlich interessanten

Durchsatzes der zu 16tenden Bau-
gruppen und die Gewahrleistung
einer guten Lotqualitét, wobei fiir
die Bauteile durch ein optimal
eingestelltes Profil der Warme-
stress vermieden wird. Die Redu-
zierung des sogenannten Tomb-
stone Effects ist ein weiterer Vor-
teil. GroBle Wirmeenergie auf-
nehmende Bauteile und Abschat-
tungen auf den Baugruppen kon-
nen zu Lotproblemen fiihren, die
aber durch geeignete Prozessfiih-
rung vermieden werden.

B www.tecnotron.de

Thermische Prozesslosungen
von -50 °C bis 350 °C

Der Wertheimer Lotanlagenher-
steller SMT présentiert nach sei-
nen erfolgreichen Technologieta-
gen im April, unter anderem die
gesamte Fertigungslinie einer
modernen  Elektronikfertigung

fiir den Bereich Schutzlackierun-
gen, auf der Fachmesse SMT Hy-
brid Packaging 2014 in Niimberg
Stand 203, Halle 9.
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